
高密度配線板用（HDI）低粗度銅箔
Low profile copper foil for the HDI (High Density Interconnect)
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製品名：MW-G / MLSTM-G / MLSTM-G2 / MLSTM-G3
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●　三井金属の低粗度箔は優れたエッチング特性・密着強度・耐熱性を兼ね備え
  ビルドアップ基板（HDI）の微細配線形成に最適
●　Mitsui Kinzoku thin and low roughness copper foils; Suitable for fine line HDI design 

with excellent etch-ability, bonding strength, and heat resistance properties.

●　安定供給体制の確立によりユーザーの大量生産ニーズに対応
●　Good track records of reliable and advanced production capability to fulfill    

customers’ volume requirements.

記載内容は予告なく変更する場合があります。2024年6月11日現在


